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(57) Abstract 

A smart card chip including a semiconductor 
chip (4) widi an operative side provided with contact 
pads (5) and pn>j»:tions (6) of varying heights. Tbt 
operative side of the chip (4) is at least partially 
coated with a layer of insulating material (7) that is 
at least as thick as the height of the tallest projection 
(6), said layer being shap^ in such a way that the 
contact pads (5) are freely accessible, and having an 
outer surface parallel to the periphery (12) of the 
operative side of the chip (4). Said layer (7) enables 
the chip to be mounted in a card body while remaining 
perfecdy parallel thereto, this being necessary to enable 
conductive pattan screen printing at a later stage. 

(57) Abr^« 

La puce pour carte 61ectronique selon Tinvention comprend une microplaquette de semi-conducteur (4) ayant une face active pouivue 
de plots de contact (5) et sur laquelle sont formtes des asp6rit6s (6) de difftontes hauteurs. Elle se caract^risc en ce que la face active 
de la microplaquette (4) est revfttue au moins partiellement d'une couche de matifere isolante (7) ayant une 6paisseur siq)6rieure ou tfgale h 
la hauteur de rasp6rit6 (6) la plus haute, cette couche €tant conform6e pour autoriser un librc accfes aux plots de contact (5) et ayant une 
face extemc parall6le k la p6riph6ie (12) de la face active de la microplaquette. Grlce k la couche (7), la puce pent 6tre implant6e dans 
un corps de carte en restant parf aitement parallMe k ce dernier, ce qui est essentiel pour la r6alisation ultdrieure des pistes conductrices par 
sdrigraphie. 
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" Puce pour carte electronique rcv etue d'une couchc dc maticre isolantg gt CartC 
electronique comportant une telle puce" 

La prescnte invention concernc une puce pour carte electronique, comprenant une 
microplaquettc de semi-conducteur ayant une face active pourvuc de plots de contact 
ct sur laquelle sont fornixes- dcs aspcritcs de differentcs hauteurs. 

n est actuellemcnt trcs difficile d'implanter convenablcmcnt une puce dans un 
corps de carte Electronique en maticre plastique a I'aide d'un poingon. 

En effet, en raison dcs differences de hauteur entre Ics asperitcs formces sur la 
face active de la microplaquettc, la puce nc restc pas parallfele au corps de carte pendant 
que le poinqon Tenfonce dans ce dernier. Ainsi, la matiere plastique qu'elle refoulc 
pendant son enfoncement a tendance a se r€pandre sur les parties les plus basses de la 
face active dc la microplaquettc ct a empccher, au niveau de ces parties, retablissement 
ultericur d'une liaison parfaitc entre les plots dc contact et les pistes conductrices 
deposees habituellemenl sur le corps de carte. 

La presente invention se propose d'apporter une solution a ce probleme et, pour 
ce faire, elle; a pour objct une puce pour carte electronique, ayant la structure mentionnee 
ci-dessus et qui se caractdrise en ce que la face active dc la microplaquette est revetue 
au moins partiellement d'une couche de matiere isolante ayant une epaisseur sup6rieure 
ou Egale h la hauteur de Tasperite la plus haute, cette couche 6tant conformee pour 
autoriser un libre acces aux plots de contact et ayant une face exteme parallele a la 
peripheric de la face active de la microplaquette. 

La puce conforme a Tinvcntion, lorsqu*elle est implantee a Taide d'un poingon, 
reste parallele au corps de carte puisque la face exteme de la matiere isolante est 
parallfele a la peripheric de la face active ou superieure de la microplaquette. 

Les risques pour que la matiere plastique refoulee vienne s*epandre 
intempestivcmcnt sur ccrtaines parties de la face active de la microplaquette sont de ce 
fait Elimines, ce qui permet Tctablisscment d*une liaison parfaitc entre les plots de 
contact et les pistes conductrices qui sont habituellement d6pos6es sur le corps de carte. 

La couche de maticre isolante pcut sc prdscnter sous la forme d'un cadre 
comportant dcs orifices dans ses parties siludes k Taplomb des plots de contact. 

En variantc, elle pourraii cgalemcnt se presenter sous la- forme d'un cadre entourant 
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Ics plots de contact, ce qui evitcrait la formation dcs orifices mcntionnds ci-dessus. 

Selon un mode de realisation particulier de Tinvention, la surface peripherique 
cxteme du cadre est divisee en deiix parties reliees i'unc a Tautre par un palier, la partie 
adjacente a la microplaquette ayant un pouitour plus grand que celui de I'autre partie. 

La matifere plastiquc qui a ct^ refoul6e pendant Timplantation ct qui s'etend sur le 
palier s*opposc par consequent a ce que la puce sc scpare accidentcUement du corps de 
carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Selon un autre mode de realisation de Tinvention, Ic cadre peut etre sifuc a 
rinterieur de la p6riph€rie de la face active de la microplaquette. 

La matiire plastique qui a etc refoul6e pendant Timplantation s*6tend dans ce cas 
sur la partie de la face active de la microplaquette qui est h Textcrieur du cadre et 
s'oppose ici encore a ce que la puce se sdpare accidentellement du corps de carte lorsque 
celui-ci est soumis a des flexions r^p^tees. 

Avantageusement, la maticrc isplante est un polyimide, cette rdsine ayant la 
propriete de former une couche tres lisse el tres plate aprfes polymerisation. 

Bien entendu, la prcscnle invention concerne dgalemcnt les cartes elcctroniques 
dont la puce possede les caractcristiques exposees ci-dessus. 

Trois modes d'execution de la presente invention seront d€crits ci-apr^s a titre 
d'exemples nuUement limitatifs en reference au dessin anncx6 dans lequel : 

- la figure 1 est une vue en perspective schematique d*une carte electronique 
comportant une puce conforme a invention ; 

- la figure 2 est une vue en perspective a 6chelle agrandie de la puce de la carte 
visible sur la figure 1 ; 

- la figure 3 est une vue en coupe schematique ct a echelle agrandie selon la 
ligne III-III de la figure 1 ; 

- la figure 4 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant une autre puce ; 
et * . 

- la figure 5 est une vue analogue h la figure 3, mais montrant encore une autre 

puce. 

La carte electronique que Von peut voir sur la figure 1 comprend un corps plat 1 
en maticrc plastique, comportant deux grandes faces opposecs rectangulaires, une puce 2 
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implantcc dans l*une dcs grandcs faces du corps 1, ct dcs plages conductrices 3 sc 
prolongeant sur la grande face du corps 1 dans laquelle la puce 2 est implantee, les 
plaques conductrices 3 ctant destinees a relier la puce 2 a un Iccteur ext6rieur non 
represents afin de permettre I'etablissement d'un echange de donn6es entre eux. 

La puce 2, qui est representee a echelle agrandie sur la figure 2, comprend d'une 
matiere connue en soi, unc microplaquette de semi-conducteur 4 dont la face active est 
pouivue de plots de contact 5 repartis en deux rangees paralleles et d'asp6rit6s 6 
essentiellcment formccs par des circuits semi-conducteurs. 

Les asperitcs 6 ont des hauteurs differentes et si la puce etait implantee h Taide 
d'un poihgon, clle nc rcsterait pas parallele a la grande face du corps de carte 1 destince 
a la recevoir. La maticrc plastique constituanl le corps 1, qui scrait rcfoulec sous la 
prcssion de la puce, vicndrait en cffet recouvrir Ics plots de contact 5 les plus bas et 
empecherait la realisation d'une liaison clectrique satisfaisante entre ces plots de contact 
et les pistes conductrices correspondantes 3. 

Afin de remedier a cet inconvenient, une partie de la face active de la 
microplaquette 4 est revetue d'une couche de matiere isolante 7 dont I'epaisseur est au 
moins egale a la hauteur de Tasperite 6 la plus haute. 

Dans I'exemple represent^ sur le dessin> la face active de la microplaquette 4 est 
carrSe mais rien ne s'oppose h ce qu'elle soit rectangulaire ou qu'elle ait une toute autre 
forme. 

Par ailleurs, la couche 7 se presente sous la forme d'uii cadre dont la surface 
p6riph6rique externe 8 est dans le prolongement de la surface pdripherique 9 de la 
microplaquette 4. cadre, dont Tdvidement central 10 laisse apparaitre certaines 
asperites 6, est pourvu d'orificcs 11 au niveau des plots de contact 5. 

On notera ici que la realisation des orifices 11 pourrait etre evitee si le cadre 6tait 
r6alis6 de telle sorte que sa partie centrale evid6e contienne des plots de contact. 

La face externe (ou supcrieure) de la couche 7, qui est parfaitcment plane, est 
parallele a la peripheric 12 de la face active do la microplaquette 4. Or, comme la 
Peripherie 12 est parallele a la face infericure 13 de la microplaquette, la face externe 
de la couche 7 est done cgalement parallele a la face inferieure 13. 

Ainsi, lorsqu'on utilise un poin§on pour implantcr la puce 2, celle-ci rcste parallele 
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a la face sup£ricure du corps dc carle 1 jusqu'a ce que la face exteme de la couche 7 
vienne dans le plan dc ladiic face supcricure du corps de carte. Aprcs Timplantation de 
la puce, les faces cxtemc et supcricure dc la couche 7 et du corps dc cane 1 sont done 
parfaitement coplanaires, ce qui permet de rcaliser les pistes conductrices 3 dans les 
meilleures conditions, par serigraphie ou toute autre technique d'inipression. 

La puce que I'on peut voir sur la figure 4 diff&re de celle qui vient d'etre decrite 
uniquement par le fait que la surface peripherique exteme 8 du cadre delimite par la 
couche de mati&re isolante est situde a Tinterieur de la peripheric 12 de la face active 
de la microplaquette 4. 

Lois de Timplantation de la puce 3, la matiere plastique que celle-ci refouie pour 
pen£trer dans le corps de carte 1 vient recouvrir la partie de la microplaquette 4 qui est 
situ6e I Textlrieur du cadre, comme reprdsentd. 

La puce ne peut par consequent se separer du corps de carte lorsque celui-ci est 
soumis a des flexions repctecs, ce qui peut augmenter de fagon notable la diiree 
d*utilisation de la carte dlectronique. 

La puce visible sur la figure 5 differc des puces decriies preccdemmenl en ce que 
la surface peripherique exteme 8 du cadre est divisde en deux parties 8a et 8b rcliees 
Tune a Tautre par un palier 14, la partie 8a qui est adjacente a la microplaquette 4 
s*etendant dans le prolongement de la surface peripherique 9 de cette demiere. 

La matiere plastique qui a 6te refoul6e lois de i'implantation de la puce 2 s'etend 
sur la palier 14, comme repr6sente. Elle s'oppose done a une eventuelle extraction de la 
puce hors du corps de carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions repetdes. 

Bien entendu, la surface peripherique externe 8 du cadre pourrait etre situee a 
rinterieur de la p€riphcrie 12 de la surface active de la microplaquette 4, comme 
reprcsentd sur la figure 4, et presenter un palier 14, comme representc sur la figure 5. 

Dans les exemples de realisation ddcrits ci-dessus, la matiere isolante utilisde pour 
former les couches 7 est une matifere plastique, notamment un polyimide. Cette matiere. 
plastique a en fait 6x6 choisie pour son aptitude a conferer aux couches 7, a I'etat 
polymdrisd, une face libre extrcmcment lisse et plate. 

Pour etre complet, on prcciscra que les microplaqucttes 4 provicnnent d'une 
tranche de silicium telle que celle que Ton utilise habituellement pour la fabrication des 
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puces, et que la maticrc isolantc constituant ics couches 7 est de preference deposee par 
photolithographic sur la tranche de silicium, apris la realisation des circuits int6gr& 
mais avant Toperation de sciagc qui permet dc scparer les diffcrentes puces. 

Lorsque la surface periphdrique cxteme 8 du cadre des differentes puces possfede 
un palier 14, cclui-ci peut c'tre r^alisd par usinagc avant ou aprds Toperation de sciage. 

Enfin, on prccisera que la couche de maticrc isolante 7 protfege les puces contrc 
les chocs thermiques que le poingon pourrait provoquer s'il etait chauffant, et qu'elle les 
isole electriquement vis-a-vis des pistes conductriccs 3 dcposees ultcrieurement par 
serigraphie. 


wo 96/42109 


PCT/FR96/00030 


6 

REVENDICATIONS 

1. Puce pour carte electronique, comprenant une 
. microplaquette de semi-conducteur (4) ayant une face active 

pourvue de plots de contact (5) et sur laguelle sont 
5 formSes des asp^ritSs (6) de diffgrentes hauteurs, caractS- 
ris§e en ce que la face active de la microplaquette (4) est 
revStue au moins partiellement d'une couche de tnatiSre 
isolante (7) ayant une gpaisseur supSrieure ou §gale H la 
hauteur de I'asp6rit6 (6) la plus haute, cette couche etant 
10 conform§e pour autoriser un libre acces aux plots de 
contact (5) et ayant une face exteme parallele ^ une face 
(13) opposee S la face active. 

2. Puce selon la revendication l, caracterisee en 
ce que la. couche de matidre isolante (7) se presente sous 

15 la forme d'un cadre comportant des orifices (11) dans ses 
parties situies k 1' aplomb des plots de contact (5). 

3. Puce selon la revendication 1, caracterisee en 
ce que la couche de matidre isolante (7) se pr§sente sous 
la forme d'un cadre entourant les plots de contact (5). 

20 4. Puce selon la revendication 2 ou 3, caracteri- 

see en ce que la surface peripherique exteme (8) du cadre 
est divisee en deux parties (8a, 8b) reliees I'une a 
I'autre par un palier (14), la partie (8a) adjacente a la 
microplaquette (4) ayant un pourtour plus grand que celui 

25 de I'autre partie (8b) . 

5. Puce selon I'une quelconque des revendications 
2^4, caracterisSe en ce que le cadre est situ§ k I'intS- 
rieur de la peripherie (12) de la face active de la 
microplaquette (4) » 

30 6. Puce selon I'une quelconque des revendications 

1^5, caracterisee en ce que la matidre isolante est un 
. polyimide. 

7. Carte electronique comportant une puce selon 
I'une quelconque des revendications precedentes. 
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